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(57)摘要

本发明公开一种多线束激光照明光源，该光

源由905nm半导体激光器芯片、驱动电路基板、底

座、快轴准直镜组成；底座在最下端起支撑散热

作用，驱动电路基板固定在底座上表面，905nm半

导体激光器芯片焊接在驱动电路上表面，快轴准

直镜固定在905nm半导体激光器芯片正前方，实

现多线束、小体积、高功率的模块化激光光源。
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1.一种多线束激光照明光源，其特征在于，所述光源由底座、驱动电路基板、快轴准直

镜和905nm半导体激光器芯片组成。

2.根据权利要求1所述的一种多线束激光照明光源，其特征在于，所述的底座材料是

W90/Cu10或者其他合金，表面镀99.99%纯度的金，镀金层厚度为0.8um~1.2um。

3.根据权利要求1所述的一种多线束激光照明光源，其特征在于，所述驱动电路基板材

料是氮化铝陶瓷，厚度0.5mm~1mm。

4.根据权利要求1所述的一种多线束激光照明光源，其特征在于，所述的快轴准直镜有

效焦距为0.3mm~1.5mm，且透镜前后表面镀400nm~2200nm的增透膜。

5.根据权利要求1所述的一种多线束激光照明光源，其特征在于，所述的905nm半导体

激光器芯片排布沿着所述驱动电路基板边缘排列，且相邻两个芯片间距＞0.8mm，芯片排列

角度为0°~50°。

6.根据权利要求1至5任一所述的一种多线束激光照明光源，其特征在于，所述照明光

源应用于激光雷达领域。
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一种多线束激光照明光源

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多线束激光照明光源，尤其是一种应用于机械旋转式激光雷达多

线束激光照明光源，属于激光雷达技术领域。

背景技术

[0002] 激光雷达在无人驾驶、AGV、测绘等领域应用越来越广泛，其中机械旋转式激光雷

达是目前市面上得到广泛应用的激光雷达之一。随着技术的快速迭代，机械雷达需要更高

的分辨率，因此机械雷达的线束也要求更多更密集，这对多线束激光光源的集成光电封装

技术、系统散热、整机装调、机械形变控制都提出了很大的挑战，而本发明能够很好地解决

上面遇到的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提出一种应用于机械旋转式激光雷达多线束的光电集成封装

的光源结构，解决了光源的光电集成封装，改善光源散热以及形变，简化雷达整机装调效

率，提升整机可靠性。

[0004] 本发明解决其技术问题所采取的技术方案是：本发明提出一种光电集成封装的多

线束激光雷达光源，该系统由底座、驱动电路基板、快轴准直镜和905nm半导体激光器芯片

组成。

[0005] 本发明所述的底座材料是W90/Cu10或者其他合金，表面镀99.99%纯度的金，镀金

层厚度为0.8um~1.2um。

[0006] 本发明所述驱动电路基板材料是氮化铝陶瓷，厚度0.5mm~1mm。

[0007] 本发明所述的快轴准直镜有效焦距为0.3mm~1 .5mm，且透镜前后表面镀400nm~
2200nm的增透膜。

[0008] 本发明所述的905nm半导体激光器芯片排布沿着所述驱动电路基板边缘排列，且

相邻两个芯片间距＞0.8mm，芯片排列角度为0°~50°。

[0009] 本发明所述的多线束激光雷达光源由905nm半导体激光器芯片、驱动电路基板、底

座、快轴准直镜组成；底座在最下端起支撑散热作用，驱动电路基板固定在底座上表面，

905nm半导体激光器芯片焊接在驱动电路上表面，快轴准直镜固定在905nm半导体激光器芯

片正前方。

[0010] 本发明主要应用于机械旋转式多线束激光雷达。

[0011] 本发明与现有技术相比较所带来的有益效果是：

1、集成封装多路半导体激光器芯片，实现多线束、小体积集成封装；

2、有效降低由于热胀冷缩引起的形变；

3、模块化安装，提高生产效率。
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附图说明

[0012] 图1是多线束激光照明光源示意图。

[0013] 图2是多线束激光照明光源俯视图。

具体实施方式

[0014] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终

相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附

图描述实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0015] 参照下面的描述和附图，将清楚本发明的实施例和其他方面。在这些描述和附图

中，具体公开了本发明的实施例中的一些特定实施方式，来表示实施本发明的实施例的原

理的一些方式，但是应当理解，本发明的实施例的范围不受此限制；相反，本发明的实施例

包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。

[0016] 现有的激光雷达光源大部分体积较大，无法兼顾小型化及高功率输出，产品可靠

性无法满足客户需求。本发明旨在解决市面上激光雷达光源的痛点，通过合理的设计，实现

小体积高功率高性能的激光雷达光源。

[0017] 如图1所示，该光源模块由905nm半导体激光器芯片1、驱动电路基板2、底座3、快轴

准直镜4组成。

[0018] 优选的，本发明中底座3的材料为W90/Cu10或者其他合金，表面镀99.99%纯度的

金，镀金层厚度为0.8um~1.2um，可以充分散热，降低模块温度。

[0019] 优选的，本发明中驱动电路基板2的材料为氮化铝陶瓷，厚度0.5mm~1mm，具有良好

的散热特性，电路基板形变风险降到最低。

[0020] 优选的，本发明中快轴准直镜4的有效焦距为0.3mm~1 .5mm，且透镜前后表面镀

400nm~2200nm的增透膜，较短的焦距将快轴角度压缩到与慢轴角度相近，使光源整形更加

方便。

[0021] 优选的，本发明中905nm半导体激光器芯片1封装整列如图2所示，沿着驱动电路基

板2边缘排布，且相邻两个芯片间距＞0.8mm，芯片排列角度为0°~50°。
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图1

图2
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